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(57)【要約】
【解決手段】（Ａ）シリコーン樹脂、
（Ｂ）熱伝導性充填剤、
（Ｃ）これらを溶解もしくは分散しうる揮発性の溶剤
を含有する組成物からなり、動作することによって発熱して室温より高い温度となる発熱
性電子部品と放熱部品との間に配置される放熱材料であって、該発熱性電子部品もしくは
放熱部品に塗布される以前は室温状態で流動性のグリース状組成物であり、該発熱性電子
部品もしくは放熱部品に塗布された後、組成物中の揮発性溶剤が揮発することにより非流
動性の熱軟化性熱伝導性組成物となり、かつ電子部品動作時の発熱により低粘度化、軟化
又は融解して少なくとも表面が流動化することによって上記電子部品と放熱部品との間に
実質的に空隙なく充填される熱伝導性シリコーン組成物。
【効果】本発明の熱伝導性シリコーン組成物は、溶剤揮発前は室温で流動性を有するため
、ディスペンスやスクリーンプリントによる量産効率が良好な塗布が可能である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）シリコーン樹脂、
（Ｂ）熱伝導性充填剤、
（Ｃ）これらを溶解もしくは分散しうる揮発性の溶剤
を含有する組成物からなり、動作することによって発熱して室温より高い温度となる発熱
性電子部品と放熱部品との間に配置される放熱材料であって、該発熱性電子部品もしくは
放熱部品に塗布される以前は室温状態で流動性のグリース状組成物であり、該発熱性電子
部品もしくは放熱部品に塗布された後、組成物中の揮発性溶剤が揮発することにより非流
動性の熱軟化性熱伝導性組成物となり、かつ電子部品動作時の発熱により低粘度化、軟化
又は融解して少なくとも表面が流動化することによって上記電子部品と放熱部品との間に
実質的に空隙なく充填されることを特徴とする熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項２】
　前記（Ａ）成分が、Ｒ1ＳｉＯ3/2単位（式中、Ｒ1は炭素原子数１～１０の非置換又は
置換の１価炭化水素である。）及び／又はＳｉＯ2単位を含んだ重合体からなる請求項１
記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項３】
　前記の重合体が更にＲ1

2ＳｉＯ2/2単位（式中、Ｒ1は炭素原子数１～１０の非置換又は
置換の１価炭化水素である。）を含む請求項２記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項４】
　（Ａ）成分が、下記式（ｉ）～（ｉｉｉ）から選ばれる組成を有するシリコーン樹脂で
ある請求項１記載の熱伝導性シリコーン組成物。
　ＤmＴ

Φ
pＤ

Vi
n　　　　　（ｉ）

（ここで、Ｄはジメチルシロキサン単位（（ＣＨ3）2ＳｉＯ）、ＴΦはフェニルシロキサ
ン単位（（Ｃ6Ｈ5）ＳｉＯ3/2）、ＤViはメチルビニルシロキサン単位（（ＣＨ3）（ＣＨ

2＝ＣＨ）ＳｉＯ）を表わし、（ｍ＋ｎ）／ｐ（モル比）＝０．２５～４．０、（ｍ＋ｎ
）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０である。）
　ＭLＤmＴ

Φ
pＤ

Vi
n　　　　　（ｉｉ）

（ここで、Ｍはトリメチルシロキサン単位（（ＣＨ3）3ＳｉＯ1/2）を表わし、Ｄ、ＴΦ

及びＤViは上記の通りであり、（ｍ＋ｎ）／ｐ（モル比）＝０．２５～４．０、（ｍ＋ｎ
）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０、Ｌ／（ｍ＋ｎ）（モル比）＝０．００１～０．１で
ある。）
　ＭLＤmＱqＤ

Vi
n　　　　　（ｉｉｉ）

（ここで、Ｑは、ＳｉＯ4/2を表わし、Ｍ、Ｄ、及びＤViは上記の通りであり、（ｍ＋ｎ
）／ｑ（モル比）＝０．２５～４．０、（ｍ＋ｎ）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０、Ｌ
／（ｍ＋ｎ）（モル比）＝０．００１～０．１である。）
【請求項５】
　更に、（Ｄ－１）下記一般式（１）：
　Ｒ2

aＲ
3
bＳｉ（ＯＲ4）4-a-b　　　　　（１）

（式中、Ｒ2は独立に炭素原子数６～１５のアルキル基であり、Ｒ3は独立に非置換又は置
換の炭素原子数１～８の１価炭化水素基であり、Ｒ4は独立に炭素原子数１～６のアルキ
ル基であり、ａは１～３の整数、ｂは０～２の整数であり、但しａ＋ｂは１～３の整数で
ある。）
で表されるアルコキシシラン化合物、及び／又は
（Ｄ－２）下記一般式（２）：
【化１】



(3) JP 2010-18646 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

（式中、Ｒ5は独立に炭素原子数１～６のアルキル基であり、ｃは５～１００の整数であ
る。）
で表される分子鎖片末端がトリアルコキシシリル基で封鎖されたジメチルポリシロキサン
を（Ａ）成分１００容量部に対し０．０１～５０容量部の割合で含有する請求項１乃至４
のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項６】
　更に、（Ｅ）成分として２５℃における粘度が０．０１～１００Ｐａ・ｓであるオルガ
ノポリシロキサンを含む請求項１乃至５のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物
。
【請求項７】
　溶剤揮発前の２５℃における粘度が１０～５００Ｐａ・ｓであることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項８】
　溶剤揮発後の２５℃における熱伝導率が０．５Ｗ／ｍ・Ｋ以上であることを特徴とする
請求項１乃至７のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項９】
　溶剤揮発後の８０℃における粘度が１０～１×１０5Ｐａ・ｓであることを特徴とする
請求項１乃至８のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【請求項１０】
　（Ｃ）成分の揮発性の溶剤が、沸点８０～３６０℃のイソパラフィン系溶剤であること
を特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品の冷却のために発熱性電子部品とヒートシンク又は金属筐体等の放
熱部品との間の熱境界面に介装する熱伝導性シリコーン組成物に関する。特に、電子部品
の作動温度範囲内の温度において流動化して熱境界面に対する密着性を向上させ、発熱性
電子部品から放熱部品への熱伝達を改善する熱伝導性シリコーン組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ、ビデオ、コンピューター、医療器具、事務機械、通信装置等、最近の電子機器
の回路設計は複雑性を増しており、トランジスタ数十万個相当分を内包する集積回路が製
造されるようになった。電子機器の小型化及び高性能化にともない、ますます縮小する面
積に組み込まれるこれらの電子部品の個数が増大すると共に、電子部品自体の大きさも引
き続き小型化している。このため、各電子部品から発生する熱が増加しており、この熱に
より故障又は機能不全が生じることから熱を効果的に放散させる実装技術が重要になって
いる。
【０００３】
　パーソナルコンピューター、デジタルビデオディスク、携帯電話等の電子機器に使用さ
れるＣＰＵ、ドライバＩＣ、メモリー等の電子部品において集積度の向上に伴い発生する
熱を除去するため、多くの放熱方法及びそれに使用する放熱部品が提案されている。
【０００４】
　従来、電子機器等において電子部品の温度上昇を抑えるために、アルミニウム、銅、黄
銅等、熱伝導率の高い金属を用いたヒートシンクに直接伝熱する方法がとられる。このヒ
ートシンクは電子部品から発生する熱を伝導し、その熱を外気との温度差によって表面か
ら放出する。電子部品から発生する熱をヒートシンクに効率よく伝えるために、ヒートシ
ンクと電子部品とを空隙なく密着させる必要があり、柔軟性を有する低硬度熱伝導性シー
ト又は熱伝導性グリースが電子部品とヒートシンクとの間に介装されている。
【０００５】
　しかし、低硬度熱伝導性シートは取扱い作業性には優れるが、厚さを薄くすることが難
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しく、また、電子部品やヒートシンク表面の微細な凹凸に追従できないので接触熱抵抗が
大きくなり、効率よく熱を伝導することができないという問題がある。
【０００６】
　一方、熱伝導性グリースは厚さを薄くできるので電子部品とヒートシンクの距離を小さ
くすることができ、更に表面の微細な凹凸を埋めることにより大幅に熱抵抗を低減させる
ことができる。しかし、熱伝導性グリースは取扱い性が悪く周囲を汚染し、ヒートサイク
ルによりオイル分離やグリースの系外への流出（ポンピングアウト）が発生して熱特性が
低下する問題がある。
【０００７】
　近年、低硬度熱伝導性シートの取扱い性の高さと熱伝導性グリースの熱抵抗の低さの両
方の特性を有する熱伝導性部材として、室温では取扱い性のよい固体状であり、電子部品
から発生する熱により軟化又は溶融する熱軟化性材料が多数提案されている。
【０００８】
　特表２０００－５０９２０９号公報（特許文献１）では、アクリル系感圧粘着剤とαオ
レフィン系熱可塑剤と熱伝導性充填剤からなる熱伝導性材料、あるいはパラフィン系蝋と
熱伝導性充填剤からなる熱伝導性材料が提案されている。特開２０００－３３６２７９号
公報（特許文献２）では、熱可塑性樹脂、ワックス、熱伝導性フィラーからなる熱伝導性
組成物が提案されている。特開２００１－８９７５６号公報（特許文献３）では、アクリ
ル樹脂等のポリマーと、炭素原子数１２～１６のアルコール、石油ワックス等の低融点成
分と熱伝導性充填剤からなる熱仲介材料が提案されている。特開２００２－１２１３３２
号公報（特許文献４）では、ポリオレフィンと熱伝導性充填剤からなる熱軟化性放熱シー
トが提案されている。
　しかし、これらはいずれも有機物をベースとしたもので、難燃性を指向した材料ではな
い。また、自動車等にこれら部材が組み込まれた場合には、高温による劣化が懸念される
。
【０００９】
　一方、耐熱性、耐候性、難燃性に優れる材料として、シリコーンが知られており、シリ
コーンをベースにした同様の熱軟化性材料も多数提案されている。
　特開２０００－３２７９１７号公報（特許文献５）では、熱可塑性シリコーン樹脂とワ
ックス状変性シリコーン樹脂と熱伝導性フィラーからなる組成物が提案されている。特開
２００１－２９１８０７号公報（特許文献６）では、シリコーンゲル等のバインダ樹脂と
ワックスと熱伝導性充填剤からなる熱伝導性シートが提案されている。特開２００２－２
３４９５２号公報（特許文献７）では、シリコーン等の高分子ゲルと、変性シリコーン、
ワックス等の、加熱すると液体になる化合物と、熱伝導性フィラーとからなる熱軟化放熱
シートが提案されている。
【００１０】
　しかし、これらはシリコーン以外にワックス等の有機物やシリコーンを変性したワック
スを用いているため、シリコーン単品より難燃性、耐熱性に劣るという欠点があった。ま
た、グリースの塗布がディスペンスやスクリーンプリントのように機械化・自動化が可能
であり、かつ量産効率の高い方法で行われるのに対して、シート状の熱軟化性材料は設置
の機械化・自動化が困難であり、量産効率に劣ることが問題となっていた。
【００１１】
【特許文献１】特表２０００－５０９２０９号公報
【特許文献２】特開２０００－３３６２７９号公報
【特許文献３】特開２００１－８９７５６号公報
【特許文献４】特開２００２－１２１３３２号公報
【特許文献５】特開２０００－３２７９１７号公報
【特許文献６】特開２００１－２９１８０７号公報
【特許文献７】特開２００２－２３４９５２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記問題に鑑み、本発明の目的は、ディスペンス塗布やスクリーンプリント等の量産効
率の高い方法での塗布が可能であり、良好な熱伝導性を発揮し、発熱性電子部品及び放熱
部品との密着性がよく、かつオイル分離やポンプアウト現象を起こさず、その結果、作業
性、放熱性能、信頼性に優れる熱伝導性シリコーン組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、本発明に到達した。即ち、
本発明は、下記の熱伝導性シリコーン組成物を提供する。
請求項１：
（Ａ）シリコーン樹脂、
（Ｂ）熱伝導性充填剤、
（Ｃ）これらを溶解もしくは分散しうる揮発性の溶剤
を含有する組成物からなり、動作することによって発熱して室温より高い温度となる発熱
性電子部品と放熱部品との間に配置される放熱材料であって、該発熱性電子部品もしくは
放熱部品に塗布される以前は室温状態で流動性のグリース状組成物であり、該発熱性電子
部品もしくは放熱部品に塗布された後、組成物中の揮発性溶剤が揮発することにより非流
動性の熱軟化性熱伝導性組成物となり、かつ電子部品動作時の発熱により低粘度化、軟化
又は融解して少なくとも表面が流動化することによって上記電子部品と放熱部品との間に
実質的に空隙なく充填されることを特徴とする熱伝導性シリコーン組成物。
請求項２：
　前記（Ａ）成分が、Ｒ1ＳｉＯ3/2単位（式中、Ｒ1は炭素原子数１～１０の非置換又は
置換の１価炭化水素である。）及び／又はＳｉＯ2単位を含んだ重合体からなる請求項１
記載の熱伝導性シリコーン組成物。
請求項３：
　前記の重合体が更にＲ1

2ＳｉＯ2/2単位（式中、Ｒ1は炭素原子数１～１０の非置換又は
置換の１価炭化水素である。）を含む請求項２記載の熱伝導性シリコーン組成物。
請求項４：
　（Ａ）成分が、下記式（ｉ）～（ｉｉｉ）から選ばれる組成を有するシリコーン樹脂で
ある請求項１記載の熱伝導性シリコーン組成物。
　ＤmＴ

Φ
pＤ

Vi
n　　　　　（ｉ）

（ここで、Ｄはジメチルシロキサン単位（（ＣＨ3）2ＳｉＯ）、ＴΦはフェニルシロキサ
ン単位（（Ｃ6Ｈ5）ＳｉＯ3/2）、ＤViはメチルビニルシロキサン単位（（ＣＨ3）（ＣＨ

2＝ＣＨ）ＳｉＯ）を表わし、（ｍ＋ｎ）／ｐ（モル比）＝０．２５～４．０、（ｍ＋ｎ
）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０である。）
　ＭLＤmＴ

Φ
pＤ

Vi
n　　　　　（ｉｉ）

（ここで、Ｍはトリメチルシロキサン単位（（ＣＨ3）3ＳｉＯ1/2）を表わし、Ｄ、ＴΦ

及びＤViは上記の通りであり、（ｍ＋ｎ）／ｐ（モル比）＝０．２５～４．０、（ｍ＋ｎ
）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０、Ｌ／（ｍ＋ｎ）（モル比）＝０．００１～０．１で
ある。）
　ＭLＤmＱqＤ

Vi
n　　　　　（ｉｉｉ）

（ここで、Ｑは、ＳｉＯ4/2を表わし、Ｍ、Ｄ、及びＤViは上記の通りであり、（ｍ＋ｎ
）／ｑ（モル比）＝０．２５～４．０、（ｍ＋ｎ）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０、Ｌ
／（ｍ＋ｎ）（モル比）＝０．００１～０．１である。）
請求項５：
　更に、（Ｄ－１）下記一般式（１）：
　Ｒ2

aＲ
3
bＳｉ（ＯＲ4）4-a-b　　　　　（１）

（式中、Ｒ2は独立に炭素原子数６～１５のアルキル基であり、Ｒ3は独立に非置換又は置
換の炭素原子数１～８の１価炭化水素基であり、Ｒ4は独立に炭素原子数１～６のアルキ
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ル基であり、ａは１～３の整数、ｂは０～２の整数であり、但しａ＋ｂは１～３の整数で
ある。）
で表されるアルコキシシラン化合物、及び／又は
（Ｄ－２）下記一般式（２）：
【化１】

（式中、Ｒ5は独立に炭素原子数１～６のアルキル基であり、ｃは５～１００の整数であ
る。）
で表される分子鎖片末端がトリアルコキシシリル基で封鎖されたジメチルポリシロキサン
を（Ａ）成分１００容量部に対し０．０１～５０容量部の割合で含有する請求項１乃至４
のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
請求項６：
　更に、（Ｅ）成分として２５℃における粘度が０．０１～１００Ｐａ・ｓであるオルガ
ノポリシロキサンを含む請求項１乃至５のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物
。
請求項７：
　溶剤揮発前の２５℃における粘度が１０～５００Ｐａ・ｓであることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
請求項８：
　溶剤揮発後の２５℃における熱伝導率が０．５Ｗ／ｍ・Ｋ以上であることを特徴とする
請求項１乃至７のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
請求項９：
　溶剤揮発後の８０℃における粘度が１０～１×１０5Ｐａ・ｓであることを特徴とする
請求項１乃至８のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
請求項１０：
　（Ｃ）成分の揮発性の溶剤が、沸点８０～３６０℃のイソパラフィン系溶剤であること
を特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項記載の熱伝導性シリコーン組成物。
【００１４】
　なお、本発明において、上記（Ｃ）成分が揮発した後の熱伝導性シリコーン組成物を熱
軟化性熱伝導性組成物、あるいは単に熱伝導性組成物という場合がある。また、本発明に
おいて、容量部とはその質量を理論比重で割り算したものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物は、溶剤揮発前は室温で流動性を有するため、ディ
スペンスやスクリーンプリントによる量産効率が良好な塗布が可能である。更に、放熱部
品に塗布された後、溶剤が揮発することで室温において非流動性の熱軟化性熱伝導性組成
物となるため、周囲環境への飛散による汚れが防がれる。本発明の熱伝導性組成物は熱伝
導性が良好であり、電子部品動作時の発熱により低粘度化、軟化又は融解して少なくとも
表面が流動化することによって上記電子部品と放熱部品との間に実質的に空隙なく充填さ
れるため、発熱性電子部品及び放熱部品との密着性が良好となる。更に実質的な厚みも小
さくできるので、結果として熱抵抗を著しく低減させることができる。よって、本発明の
熱伝導性組成物を発熱性電子部品と放熱部品との間に介在させることにより、発熱性電子
部品から発生する熱を効率よく放熱部品へ放散させることができる。本発明の熱伝導性シ
リコーン組成物は、例えば、一般の電源、電子機器等の放熱、パーソナルコンピューター
、デジタルビデオディスクドライブ等の電子機器に用いられるＬＳＩ、ＣＰＵ等の集積回
路素子の放熱に用いることができる。本発明の熱伝導性シリコーン組成物により、発熱性
電子部品やそれを用いた電子機器等の寿命を大幅に改善させることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を詳細に説明する。
［（Ａ）成分］
　（Ａ）成分は、シリコーン樹脂であり、本発明の熱伝導性シリコーン組成物のマトリッ
クスを形成する。（Ａ）成分としては、本発明の熱伝導性シリコーン組成物から溶剤が揮
発することによって形成させる熱軟化性熱伝導性組成物が、実質的に常温（例えば、２５
℃）で固体（非流動性）であって、一定温度以上、好ましくは４０℃以上で、発熱性電子
部品の発熱による最高到達温度以下、具体的には４０～１５０℃程度、特に４０～１２０
℃程度の温度範囲において、熱軟化、低粘度化又は融解して流動化するものであればどの
ようなシリコーン樹脂でもよい。（Ａ）成分は、本発明における熱軟化性熱伝導性組成物
が溶剤揮発後に熱軟化を起こす因子であり、該熱伝導性シリコーン組成物に熱伝導性を付
与する充填剤に加工性や作業性をあたえるバインダとしての役割も果たす。
【００１７】
　ここで、熱軟化、低粘度化又は融解する温度は熱軟化性熱伝導性組成物としての温度で
あり、シリコーン樹脂自体は４０℃未満に融点をもつものであってもよい。
　（Ａ）成分は、１種単独で使用しても、２種以上を併用してもよい。
【００１８】
　（Ａ）成分は、上記の条件を満たすシリコーン樹脂である限り、特に限定されない。（
Ａ）成分としては、例えば、Ｒ1ＳｉＯ3/2単位（以下、Ｔ単位と称する）及び／又はＳｉ
Ｏ2単位（以下、Ｑ単位と称する）を含んだ重合体、及びこれらとＲ1

2ＳｉＯ2/2単位（以
下、Ｄ単位と称する）との共重合体等が挙げられる。これらの重合体又は共重合体に、更
に、主鎖がＤ単位からなるオルガノポリシロキサン、例えば、シリコーンオイルやシリコ
ーン生ゴムを添加してもよい。これらの中でも、主鎖がＴ単位とＤ単位からなるシリコー
ン樹脂、又は主鎖がＴ単位からなるシリコーン樹脂と、（Ｅ）成分として２５℃における
粘度が０．１～１００Ｐａ・ｓのオルガノポリシロキサンとの組合せが好ましい。（Ａ）
成分のシリコーン樹脂は、分子鎖の各末端がＲ1

3ＳｉＯ1/2単位（以下、Ｍ単位と称する
）で封鎖されていて非反応性であることが望ましい。なお、粘度は、ＪＩＳ　Ｚ８８０３
に準拠した測定法により測定、算出される。
【００１９】
　ここで、上記Ｒ1は、炭素原子数１～１０の、好ましくは１～６の非置換又は置換の１
価炭化水素基である。Ｒ1の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ
ロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基
、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等のアルキル基；フ
ェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基等のアリール基；ベンジル基、フェニルエ
チル基、フェニルプロピル基等のアラルキル基；ビニル基、アリル基、プロペニル基、イ
ソプロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキシニル基、オクテニル基等のア
ルケニル基；及びこれらの炭化水素基中に存在する水素原子の一部又は全部をフッ素、臭
素、塩素等のハロゲン原子、シアノ基等で置換した基、例えば、クロロメチル基、クロロ
プロピル基、ブロモエチル基、トリフルオロプロピル基、シアノエチル基等が挙げられる
。これらの中でも、特にメチル基、フェニル基及びビニル基が好ましい。
【００２０】
　（Ａ）成分のシリコーン樹脂について更に具体的に説明する。本発明で使用するシリコ
ーン樹脂は、室温で非流動性であるためにＴ単位及び／又はＱ単位を含む必要がある。該
シリコーン樹脂の代表的な例としては、Ｍ単位とＴ単位との組み合わせ、Ｄ単位とＴ単位
との組み合わせ、Ｍ単位とＱ単位との組み合わせの１種又は２種以上で構成される。
【００２１】
　室温で固形時の脆さを改善してクラック等の破損を防止するために靱性を高めるには、
Ｔ単位の導入が有効である。また、室温での靭性の向上にはＤ単位を用いることも有利で
ある。そこで、好ましいシリコーン樹脂の構造として、Ｍ単位／Ｔ単位／Ｄ単位の組み合
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わせからなるシリコーン樹脂、及びＭ単位／Ｑ単位／Ｄ単位の組み合わせからなるシリコ
ーン樹脂が挙げられる。ここで、Ｔ単位の置換基（Ｒ1）としては、メチル基及びフェニ
ル基が好ましく、Ｄ単位の置換基としては、メチル基、フェニル基及びビニル基が好まし
い。また、Ｍ単位／Ｔ単位／Ｄ単位の組み合わせからなるシリコーン樹脂では、Ｔ単位と
Ｄ単位との比率は、モル比として１０：９０～９０：１０であることが好ましく、特に２
０：８０～８０：２０とすることが好ましい。
【００２２】
　上記の通り、Ｄ単位の導入はシリコーン樹脂の固形時の靭性を高める上で有効である。
一方、（Ａ）成分のシリコーン樹脂が、例えばＭ単位とＴ単位からなる場合又はＭ単位と
Ｑ単位からなるシリコーン樹脂の場合には、これに、（Ｅ）成分として主鎖が主としてＤ
単位からなり末端がＭ単位で封鎖された、２５℃における粘度が０．０１～１００Ｐａ・
ｓのオルガノポリシロキサンを混合することによって、固形時の靭性を高めその脆さを改
良することができる。即ち、例えば（Ａ）成分がＴ単位を含みＤ単位を含まないシリコー
ン樹脂である場合には、Ｄ単位を主成分とする上記オルガノポリシロキサン（Ｅ）を（Ａ
）成分に添加すれば、得られる組成物は靭性に優れた材料となり得る。この場合に、（Ａ
）成分のシリコーン樹脂と添加された前記オルガノポリシロキサンとの全体におけるＴ単
位とＤ単位との比率は、やはり、１０：９０～９０：１０であることが好ましく、特に２
０：８０～８０：２０とすることが好ましい。該オルガノポリシロキサンとしては１種単
独で使用しても、２種以上を併用してもよい。
【００２３】
　該オルガノポリシロキサン（Ｅ）としては、例えば、オイル状及びガム状のジメチルポ
リシロキサン（シリコーンオイル及びシリコーン生ゴム）やそのフェニル変性、ポリエー
テル変性、フェニルポリエーテル変性ポリシロキサン等が挙げられる。
【００２４】
　該オルガノポリシロキサン（Ｅ）を、本発明の熱軟化性熱伝導性組成物を構成する熱伝
導性シリコーン組成物に添加する場合、その添加量は、（Ａ）成分のシリコーン樹脂１０
０容量部に対して、好ましくは１～１００容量部、特に好ましくは２～５０容量部である
。該添加量がこの範囲内にあると、得られる熱軟化性熱伝導性組成物の靭性が改善されや
すく、該組成物の形状保持性が維持しやすい。
【００２５】
　上記したように、（Ａ）成分のシリコーン樹脂は、加熱時にある程度の粘度低下を発生
させればよく、また熱伝導性充填剤のバインダとなり得ればよい。（Ａ）成分の重量平均
分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）によるポリスチレン換算で
、好ましくは５００～２００００、特に好ましくは１０００～１００００である。該分子
量がこの範囲内にあると、得られる組成物の熱軟化時の粘度を適切な範囲内で維持しやす
いので、ヒートサイクルによるポンピングアウト（充填剤とベースシロキサンとの分離に
よるベースシロキサンの流出や、熱軟化した組成物の系外への流出）を防ぎやすく、電子
部品と放熱部品との密着性を維持しやすい。なお、（Ａ）成分は、本発明の熱軟化性熱伝
導性組成物に柔軟性やタック性を付与するものが好適である。（Ａ）成分としては、単一
の分子量の重合体を使用してもよいが、分子量の異なる２種以上の重合体等を混合して使
用してもよい。
【００２６】
　（Ａ）成分の具体例としては、下記の通り、２官能性構造単位（Ｄ単位）及び３官能性
構造単位（Ｔ単位）を特定組成で有するシリコーン樹脂を挙げることができる。
　ＤmＴ

Φ
pＤ

Vi
n　　　　　（ｉ）

（ここで、Ｄはジメチルシロキサン単位（（ＣＨ3）2ＳｉＯ）、ＴΦはフェニルシロキサ
ン単位（（Ｃ6Ｈ5）ＳｉＯ3/2）、ＤViはメチルビニルシロキサン単位（（ＣＨ3）（ＣＨ

2＝ＣＨ）ＳｉＯ）を表わし、（ｍ＋ｎ）／ｐ（モル比）＝０．２５～４．０、（ｍ＋ｎ
）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０である。）
【００２７】
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　また、例えば、１官能性構造単位（Ｍ単位）、２官能性構造単位（Ｄ単位）及び３官能
性構造単位（Ｔ単位）を特定組成で有するシリコーン樹脂を挙げることができる。
　ＭLＤmＴ

Φ
pＤ

Vi
n　　　　　（ｉｉ）

（ここで、Ｍはトリメチルシロキサン単位（即ち、（ＣＨ3）3ＳｉＯ1/2）を表わし、Ｄ
、ＴΦ及びＤViは上記の通りであり、（ｍ＋ｎ）／ｐ（モル比）＝０．２５～４．０、（
ｍ＋ｎ）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０、Ｌ／（ｍ＋ｎ）（モル比）＝０．００１～０
．１である。）
【００２８】
　更に、例えば、１官能性構造単位（Ｍ単位）、２官能性構造単位（Ｄ単位）及び４官能
性構造単位（Ｑ単位）を特定組成で有するシリコーン樹脂を挙げることができる。
　ＭLＤmＱqＤ

Vi
n　　　　　（ｉｉｉ）

（ここで、Ｑは、ＳｉＯ4/2を表わし、Ｍ、Ｄ、及びＤViは上記の通りであり、（ｍ＋ｎ
）／ｑ（モル比）＝０．２５～４．０、（ｍ＋ｎ）／ｍ（モル比）＝１．０～４．０、Ｌ
／（ｍ＋ｎ）（モル比）＝０．００１～０．１である。）
【００２９】
［（Ｂ）成分］
　（Ｂ）成分である熱伝導性充填剤としては、金属粉末、金属酸化物粉末、セラミック粉
末等が用いられ、具体的には、アルミニウム粉末、銅粉末、銀粉末、ニッケル粉末、金粉
末、酸化アルミニウム粉末、酸化亜鉛粉末、酸化マグネシウム粉末、酸化鉄粉末、酸化チ
タン粉末、酸化ジルコニウム粉末、窒化アルミニウム粉末、窒化ホウ素粉末、窒化珪素粉
末、ダイヤモンド粉末、カーボン粉末、フラーレン粉末、カーボングラファイト粉末等が
挙げられるが、一般に熱伝導性充填剤とされる物質であれば如何なる充填剤でもよい。
【００３０】
　これら熱伝導性充填剤は、平均粒径が０．１～１００μｍ、望ましくは０．５～５０μ
ｍのものを用いることができる。０．１μｍ未満であると混合充填時の粘度が高くなり、
作業性に乏しくなることがある。また、溶剤揮発後に熱軟化性熱伝導性組成物として用い
た場合にも加熱圧着時の粘性が高く、電子部品と放熱部品との間隙が大きくなり、これに
より熱抵抗が高くなり、十分な放熱性能を発現することが難しくなることがある。１００
μｍを超える場合においては、作業上の粘度は低下するものの、やはり実際に熱軟化性熱
伝導性組成物として用いた場合に、加熱圧着時の電子部品と放熱部品の間隙が１００μｍ
以下の部分には圧着されず、やはり熱抵抗が高くなり、十分な放熱性能を発現することが
難しくなることがある。従って、平均粒径は、上記０．１～１００μｍの範囲が良好とさ
れ、更には、０．５～５０μｍのものが流動性と熱伝導性の両立には望ましいものとなる
。
【００３１】
　これら充填剤は１種単独で用いてもよいし、複数種を混合して用いてもよい。また、平
均粒径の異なる粒子を２種以上用いることも可能である。なお、本発明において、平均粒
径は体積平均粒径であり、マイクロトラック粒度分布測定装置ＭＴ３３００ＥＸ（日機装
株式会社）による測定値である。
【００３２】
　熱伝導性充填剤の配合量は、（Ａ）成分１００容量部に対して５０～１０００容量部、
好ましくは１００～５００容量部である。熱伝導性充填剤の配合量が多すぎると本発明の
熱伝導性シリコーン組成物の溶剤揮発前における流動性が失われ、塗布が困難となる。ま
た、溶剤揮発後に満足な熱軟化が起こらない場合がある。また、配合量が少なすぎると所
望の熱伝導性を得ることができない。
【００３３】
［（Ｃ）成分］
　（Ｃ）成分は、（Ａ）成分及び（Ｂ）成分を分散あるいは溶解できる揮発性の溶剤であ
る。本発明の熱伝導性シリコーン組成物が（Ａ）及び（Ｂ）成分に加え、他の成分を更に
含む場合は、他の成分も分散あるいは溶解できる揮発性溶剤であることが好ましい。（Ｃ



(10) JP 2010-18646 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

）成分は、（Ａ）及び（Ｂ）成分並びに場合により他の成分を溶解あるいは分散できる限
り、如何なる溶剤でもよい。（Ｃ）成分は１種単独でも２種以上を組み合わせても使用す
ることができる。
【００３４】
　熱軟化性熱伝導性組成物は室温において非流動性であり、基本的に室温環境においてデ
ィスペンスやスクリーンプリントによる量産効率の良好な塗布が不可能である。また、そ
の熱伝導性は熱伝導性充填剤の充填率に相関するため、熱伝導性充填剤を多く充填すれば
するほど熱伝導率はより向上する。しかし、当然ながら熱伝導性充填剤の充填量を上げる
と、熱軟化性熱伝導性組成物の粘度が上がりやすく、高温化においてすらディスペンスや
スクリーンプリントによる量産効率の良好な塗布は難しくなる。剪断作用が加えられた際
の該組成物のダイラタンシーも強くなりやすい。このように、従来は、熱伝導性充填剤が
高充填された熱軟化性組成物をヒートシンク等の放熱体にディスペンスやスクリーンプリ
ントで容易にかつ均一に薄く設置することが困難であった。一般的に熱軟化性組成物はシ
ート成形された後、ヒートシンク等の放熱体に貼り付けされるが、機械化・自動化が難し
いため、作業の効率化を図ることが困難であった。
【００３５】
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物は、溶剤揮発前は流動性を有するグリース状である
ため、ヒートシンク等の放熱体にディスペンスもしくはスクリーンプリントで容易に塗布
することができる。塗布後は、含有している（Ｃ）成分を常温であるいは積極的に加熱し
て揮発させることが容易である。よって、本発明により、熱伝導性充填剤が高充填された
熱伝導性シリコーン組成物をヒートシンク等の放熱体にディスペンスもしくはスクリーン
プリントで塗布し、その後（Ｃ）成分を揮発させることによって、熱軟化性熱伝導性組成
物を容易にかつ均一に薄く設置することができる。なお、本発明の熱伝導性シリコーン組
成物は、放熱体の代わりに又は放熱体と共に発熱性電子部品等の発熱体にディスペンスも
しくはスクリーンプリントで塗布するようにしてもよい。
【００３６】
　（Ｃ）成分の沸点は８０～３６０℃の範囲内であることが好ましい。該沸点がこの範囲
内にあると、得られた組成物の塗布作業中に該組成物から（Ｃ）成分が急激に揮発するの
を防ぎやすいため、該組成物の粘度が上昇するのを抑えやすく、該組成物の塗布性を十分
に確保しやすい。また、該組成物の塗布作業後は、（Ｃ）成分が該組成物中に残存しにく
いので、放熱特性が向上しやすい。
【００３７】
　（Ｃ）成分の具体例としては、トルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケトン、
シクロヘキサン、ｎ－ヘキサン、ｎ－ヘプタン、ブタノール、イソプロパノール（ＩＰＡ
）、イソパラフィン系溶剤等が挙げられ、中でも、安全面、健康面及び作業性の点から、
イソパラフィン系溶剤が好ましく、沸点８０～３６０℃のイソパラフィン系溶剤が特に好
ましい。
【００３８】
　（Ｃ）成分を本発明の組成物に添加する場合、その添加量は、（Ａ）成分１００容量部
に対して、好ましくは１００容量部以下、より好ましくは５０容量部以下である。該添加
量がこの範囲内にあると、（Ｂ）成分が急速に沈降するのを抑えやすくなるため、該組成
物の保存性が向上しやすい。その下限は適宜選定されるが、通常０．１容量部以上である
。
【００３９】
［（Ｄ）成分］
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物には、更に（Ｂ）成分の表面処理剤として下記（Ｄ
）成分を配合することが好ましい。
・（Ｄ－１）アルコキシシラン化合物
　（Ｄ）成分としては、例えば、（Ｄ－１）下記一般式（１）：
　Ｒ2

aＲ
3
bＳｉ（ＯＲ4）4-a-b　　　　　（１）
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（式中、Ｒ2は独立に炭素原子数６～１５のアルキル基であり、Ｒ3は独立に非置換又は置
換の炭素原子数１～８の１価炭化水素基であり、Ｒ4は独立に炭素原子数１～６のアルキ
ル基であり、ａは１～３の整数、ｂは０～２の整数であり、但しａ＋ｂは１～３の整数で
ある。）
で表されるアルコキシシラン化合物が挙げられる。
【００４０】
　上記一般式（１）において、Ｒ2で表されるアルキル基としては、例えば、ヘキシル基
、オクチル基、ノニル基、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基等が挙げられる。この
Ｒ2で表されるアルキル基の炭素原子数が６～１５の範囲を満たすと、（Ｂ）成分の濡れ
性が十分に向上し、（Ｂ）成分を充填しやすい。また、熱伝導性シリコーン組成物の取り
扱い作業性がよく、組成物の低温特性が良好なものとなる。
【００４１】
　Ｒ3で表される非置換又は置換の１価炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル
基、プロピル基、ヘキシル基、オクチル基等のアルキル基；シクロペンチル基、シクロヘ
キシル基等のシクロアルキル基；ビニル基、アリル基等のアルケニル基；フェニル基、ト
リル基等のアリール基；２－フェニルエチル基、２－メチル－２－フェニルエチル基等の
アラルキル基；３，３，３－トリフロロプロピル基、２－（ノナフルオロブチル）エチル
基、２－（へプタデカフルオロオクチル）エチル基、ｐ－クロロフェニル基等のハロゲン
化炭化水素基等が挙げられる。これらの中では、特に、メチル基、エチル基が好ましい。
【００４２】
　Ｒ4で表されるアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチ
ル基、ペンチル基、ヘキシル基等のアルキル基が挙げられる。これらの中では、特に、メ
チル基、エチル基が好ましい。
【００４３】
　この（Ｄ－１）成分の好適な具体例としては、下記のものを挙げることができる。
　　Ｃ6Ｈ13Ｓｉ（ＯＣＨ3）3

　　Ｃ10Ｈ21Ｓｉ（ＯＣＨ3）3

　　Ｃ12Ｈ25Ｓｉ（ＯＣＨ3）3

　　Ｃ12Ｈ25Ｓｉ（ＯＣ2Ｈ5）3

　　Ｃ10Ｈ21Ｓｉ（ＣＨ3）（ＯＣＨ3）2

　　Ｃ10Ｈ21Ｓｉ（Ｃ6Ｈ5）（ＯＣＨ3）2

　　Ｃ10Ｈ21Ｓｉ（ＣＨ3）（ＯＣ2Ｈ5）2

　　Ｃ10Ｈ21Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ2）（ＯＣＨ3）2

　　Ｃ10Ｈ21Ｓｉ（ＣＨ2ＣＨ2ＣＦ3）（ＯＣＨ3）2

【００４４】
　なお、（Ｄ－１）成分は１種単独でも２種以上を組み合わせても使用することができる
。また、（Ｄ－１）成分の配合量は、（Ａ）成分１００容量部に対して、好ましくは０．
０１～５０容量部、より好ましくは０．１～３０容量部である。この配合量が多すぎると
、ウェッター効果が増大することがなく不経済であり、また揮発性があるので開放系で放
置すると熱伝導性シリコーン組成物及び溶剤揮発後の熱軟化性熱伝導性組成物が徐々に脆
化することがある。
【００４５】
・（Ｄ－２）ジメチルポリシロキサン
　この（Ｄ－１）成分以外の（Ｄ）成分としては、例えば、（Ｄ－２）下記一般式（２）
：
【化２】
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（式中、Ｒ5は独立に炭素原子数１～６のアルキル基であり、ｃは５～１００の整数であ
る。）
で表される分子鎖片末端がトリアルコキシシリル基で封鎖されたジメチルポリシロキサン
が挙げられる。この（Ｄ－２）成分の配合により、（Ｂ）成分と（Ａ）成分の濡れ性が向
上する。
【００４６】
　上記一般式（２）において、Ｒ5で表されるアルキル基は、上記一般式（１）中のＲ4で
表されるアルキル基と同様のものである。
【００４７】
　この（Ｄ－２）成分の好適な具体例としては、下記のものを挙げることができる。
【化３】

【００４８】
　なお、（Ｄ－２）成分は１種単独でも２種以上を組み合わせても使用することができる
。また、（Ｄ－２）成分の配合量は、（Ａ）成分１００容量部に対して、好ましくは０．
０１～５０容量部、より好ましくは０．１～３０容量部である。この配合量が多すぎると
、得られる硬化物の耐熱性や耐湿性が低下する傾向がある。
【００４９】
　（Ｄ）成分の表面処理剤として、これら（Ｄ－１）成分と（Ｄ－２）成分とを組み合わ
せて使用しても差し支えない。この場合、（Ｄ）成分の合計配合量は、（Ａ）成分１００
容量部に対して０．０２～５０容量部であることが好ましい。
【００５０】
［その他の添加剤］
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物には、本発明の目的を損なわない範囲で、任意成分
として、合成ゴムに、通常、使用される添加剤又は充填剤等を更に添加することができる
。具体的には、シリコーンオイル、フッ素変性シリコーン界面活性剤；着色剤としてカー
ボンブラック、二酸化チタン、ベンガラ等；難燃性付与剤として白金触媒、酸化鉄、酸化
チタン、酸化セリウム等の金属酸化物、又は金属水酸化物。更に、熱伝導性充填剤の沈降
防止剤として、沈降性シリカ又は焼成シリカ等の微粉末シリカ、チクソ性向上剤等を添加
することも任意である。なお、本発明組成物には、（Ａ）成分を架橋・硬化させる架橋剤
・硬化剤は含まない。
【００５１】
［溶剤揮発前の粘度］
　本発明における溶剤揮発前の熱伝導性シリコーン組成物の回転粘度計により測定される
２５℃における粘度は、１０～５００Ｐａ・ｓ、より好ましくは５０～３００Ｐａ・ｓで
あることが好ましい。粘度が１０Ｐａ・ｓ以下であると、（Ｂ）成分の沈降が起こりやす
くなる。また、粘度が１０００Ｐａ・ｓ以上であると、流動性が悪く、ディスペンス性、
スクリーンプリント性など作業性が低下し、また基材に薄く塗布することも困難になる。
【００５２】
［溶剤揮発後の熱伝導率］
　溶剤揮発後の熱軟化性熱伝導性組成物２５℃における熱伝導率は０．５Ｗ／ｍ・Ｋ以上
（例えば、０．５～１０．０Ｗ／ｍ・Ｋ）であることが好ましい。該熱伝導率がこの範囲
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内にあると、電子部品とヒートシンク等の放熱部品等との熱伝導性を高く維持しやすく、
十分な放熱性能が発揮されやすい。
【００５３】
［溶剤揮発後の粘度］
　溶剤揮発後の熱軟化性熱伝導性組成物の８０℃における粘度は、好ましくは１０～１×
１０5Ｐａ・ｓの範囲内、より好ましくは５０～５×１０4Ｐａ・ｓの範囲内である。該粘
度がこの範囲内にあると、電子部品とヒートシンク等の放熱部品との間から該熱軟化性熱
伝導性組成物が流出しにくく、また、電子部品と放熱部品との間隙を小さくしやすく、十
分な放熱性能を発現しやすい。
【００５４】
［組成物の調製］
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物は、前述した成分をドウミキサー（ニーダー）、ゲ
ートミキサー、プラネタリーミキサー等の混合機器を用いて混合することによって調製さ
れる。このようにして得られた該組成物は、大幅な熱伝導率の向上と良好な作業性、耐久
性、信頼性を有する。
【００５５】
［組成物の用途］
　本発明の熱伝導性シリコーン組成物は発熱体や放熱体に塗布される。発熱体としては、
例えば、一般の電源；電源用パワートランジスタ、パワーモジュール、サーミスタ、熱電
対、温度センサ等の電子機器；ＬＳＩ、ＣＰＵ等の集積回路素子等の発熱性電子部品等が
挙げられる。放熱体としては、例えば、ヒートスプレッダ、ヒートシンク等の放熱部品；
ヒートパイプ、放熱板等が挙げられる。塗布は、例えば、シリンジからのディスペンス、
もしくはスクリーンプリントによって容易に行うことができる。スクリーンプリントは、
例えば、メタルマスクもしくはスクリーンメッシュを用いて行うことができる。本発明の
組成物を発熱体や放熱体に塗布した後、溶剤を揮発させることで、発熱体及び放熱体の間
に熱軟化性熱伝導性組成物を介在させることができる。該熱軟化性熱伝導性組成物が電子
部品動作時の発熱により低粘度化、軟化又は融解することで電子部品と放熱部品との界面
接触熱抵抗が低減されることから放熱性能に優れると共に、難燃性、耐熱性、耐候性等に
も優れる。また、グリース状組成物に比べてポンピングアウトが起こりにくく、ヒートサ
イクル時の信頼性に優れている。
【実施例】
【００５６】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明を更に詳述するが、本発明はこれらの実施例に
限定されるものではない。
【００５７】
　まず、本発明の組成物を形成する以下の各成分を用意した。
　（Ａ）成分
Ａ－１：Ｄ25Ｔ

Φ
55Ｄ

Vi
20（重量平均分子量：ポリスチレン換算で３３００、軟化点：４

０～５０℃）
（ここで、Ｄはジメチルシロキサン単位（即ち、（ＣＨ3）2ＳｉＯ）、ＴΦはフェニルシ
ロキサン単位（即ち、（Ｃ6Ｈ5）ＳｉＯ3/2）、ＤViはメチルビニルシロキサン単位（即
ち、（ＣＨ3）（ＣＨ2＝ＣＨ）ＳｉＯ）を表わす。）
【００５８】
Ａ－２：下記組成式で表されるオルガノポリシロキサン
【化４】

【００５９】
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　（Ｂ）成分
Ｂ－１：アルミニウム粉末（平均粒径：２５．１μｍ）　理論量２．７０
Ｂ－２：アルミニウム粉末（平均粒径：１．６μｍ）　理論比重２．７０
Ｂ－３：酸化亜鉛粉末（平均粒径：０．７μｍ）　理論比重５．６７
Ｂ－４：酸化アルミニウム粉末（平均粒径：１０．１μｍ）　理論比重３．９８
【００６０】
　（Ｃ）成分
Ｃ－１：アイソゾール４００（イソパラフィン系溶剤、日本石油化学株式会社商品名）
　　　　沸点２１０－２５４℃
Ｃ－２：ＩＰソルベント２８３５（イソパラフィン系溶剤、出光興産株式会社商品名）
　　　　沸点２７０－３５０℃
【００６１】
　（Ｄ）成分
Ｄ－１：構造式：Ｃ12Ｈ25Ｓｉ（ＯＣ2Ｈ5）3で表されるオルガノシラン
Ｄ－２：下記構造式：
【化５】

で表される分子鎖片末端トリメトキシシリル基封鎖ジメチルポリシロキサン
　（Ｅ）その他の添加剤：シリコーンオイル
Ｅ－１：２５℃における粘度が０．４Ｐａ・ｓのフェニル基含有シリコーンオイル（商品
名：ＫＦ－５４、信越化学工業株式会社製）
【００６２】
　　［実施例１～３、比較例１～３］
［熱伝導性シリコーン組成物の作製方法］
　表１に示す組成比で、（Ａ）成分に（Ｃ）成分を加え、更に場合によっては（Ｄ）成分
とその他の成分を加えて、プラネタリーミキサーに投入し、８０℃で３０分攪拌・混合し
て均一溶液とした。次に、（Ｂ）成分を表１に示す組成比で該均一溶液に投入し、室温で
１時間攪拌・混合した。
【００６３】
［熱伝導性シリコーン組成物の塗布性評価］
　３ｃｍ角に切り抜かれた厚さ１２０μｍのメタルスクリーン用のＳＵＳ板を用意し、ス
キージを用いて製造した熱伝導性シリコーン組成物をヒートシンクに塗布し、２５℃にお
ける塗布性を評価した。結果を表１に示す。
　（評価基準）
　　　○；一面均一に塗布できた。
　　　×；全く塗布できない。
【００６４】
［溶剤揮発後の熱軟化性熱伝導性組成物の熱伝導率］
　２枚の円板状の標準アルミニウムプレート（純度：９９．９９％、直径：約１２．７ｍ
ｍ、厚み：約１．０ｍｍ）で溶剤揮発後の熱軟化性熱伝導性組成物を挟み、ドライヤーで
加熱しながら押しつぶした。２枚の標準アルミニウムプレートごと厚みを測定し、予め分
かっている標準アルミニウムプレートの厚みを差し引くことによって、実質的な熱軟化性
熱伝導性組成物の厚みを測定した。このような熱軟化性熱伝導性組成物の厚みが異なるサ
ンプルをそれぞれ数点作製した。その後、上記試験片を用いて該組成物の熱抵抗（単位：
ｍｍ2・Ｋ／Ｗ）をレーザーフラッシュ法に基づく熱抵抗測定器（ネッチ社製、キセノン
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フラッシュアナライザー；ＬＦＡ４４７　ＮａｎｏＦｌａｓｈ）により２５℃において測
定した。それぞれ厚みの異なる熱抵抗値をプロットし、そこから得られた直線の傾きの逆
数から熱伝導率を算出した。なお、厚さ測定には、マイクロメーター（株式会社ミツトヨ
製、型式番号：Ｍ８２０－２５ＶＡ）を用いた。結果を表１に示す。
【００６５】
［溶剤揮発後の熱軟化性熱伝導性組成物の粘度］
　動的粘弾性測定装置ＲＤＡ３（商品名、ティー・エイ・インスツルメント社製）を用い
て溶剤揮発後の熱軟化性熱伝導性組成物の８０℃における粘度を測定した。結果を表１に
示す。
【００６６】
【表１】

＊１）：比較例１の組成物は、室温下、ミキサーで攪拌混合してもペースト状にならなか
ったため、８０℃にて攪拌を行った。
＊２）：比較例２の組成物はオイル分離が進行し、保存安定性が悪かった。
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